
相控阵技术的新标准
■■ 明亮宽大的屏幕
■■ 快捷、直观的触摸屏界面
■■ 高级焊缝覆盖■
■■ 高性能的数据存储
■■ 快速的文件传输

相控阵探伤仪

OmniScan■MX2

920-218A-ZH

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：13811265862
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十多年来，Olympus一直是研发模块化NDT
检测平台的业内公认的领先企业，其生产的
OmniScan MX是迄今为止最成功的便携式、
模块化的相控阵检测仪器，世界各地正在使
用的OmniScan MX仪器有成千上万台。

基础坚实
OmniScan MX2这款第二代仪器，不仅可
以与以前、现在，及未来的所有相控阵模块
相兼容，而且还提高了检测效率：其更快的
设置速度、更短的检测周期、更快地创建报
告的特性保证了高水平的手动及高级AUT应
用。作为NDT相控阵先进产品代表而研发的
这款高端、可升级的检测平台可实现真正的
未来新一代的NDT检测。

OmniScan MX2这款便携式、模块化的仪器
具有高采集速率，并增添了多种强大的软件
功能，可以有效地进行手动和自动检测。

更快更好！
使用OmniScan MX2，您的工作效率会更给
力！OmniScan MX2仪器增添了新的焊缝
覆盖软件功能，简化并加速了设置过程，因
此用户可以很快开始检测。这款仪器配有更
大、更亮的10.4英寸的屏幕，并具有新式、
独特、直观的触摸屏功能，其符合工业标准
的相控阵用户界面的反应速度以及传输数据
的速度比以往更快，因此，用户可以更迅速
地开始进行下一个检测。 

更加坚固耐用
OmniScan MX2的设计符合IP 66的要求。
这款仪器具有防坠落、防泼溅、防过度使
用的特点，可以用于大多数苛刻的检测环境
中。

不仅是一台仪器，还提
供检测的解决方案
OmniScan MX2是检测解决方案的重要部
分，与其它关键性组件结合在一起，可形成
一个完整的检测系统。Olympus提供完整的
检测产品系列，其中包括相控阵探头、扫查
器、分析软件、附件。这些产品可根据具体
的应用要求被整合、组装，成为可快速铺展
的专项应用的解决方案套装设备，用户在购
买产品上的投资可以得到迅速的回报。此
外，Olympus在世界范围内提供高质量的校
准及维修服务，其相控阵应用的专家队伍保
证了客户在需要帮助时可以得到即时的技术
支持。

相控阵技术的新标准
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实物大小的OmniScan■MX2
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明亮的10.4英寸屏幕

触摸屏界面
创新型触摸屏界面可使用户轻松快速地浏览屏幕上的信息。这个新型触摸屏界面不仅增强了文本输入功能，还简化并加速了光标控
制和闸门设置操作。

全屏模式
独具特色的全屏模式不仅提高了从远处观看屏幕的可读性，而且增加了操
作人员观察屏幕的舒适度。在采集模式和分析模式下都可使用这个功能。

焊缝覆盖向导
焊缝覆盖向导方便了创建符合工业标准的
焊缝覆盖的过程。覆盖的创建有助于对缺
陷信号指示进行分析，并对体积缺陷进
行定位。

OmniScan■MX2
OmniScan■MX

OmniScan■MX

OmniScan■MX2 屏幕大于OmniScan■MX■50%

OmniScan■MX

OmniScan■MX2 屏幕亮度高于OmniScan■MX■100%

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：13811265862
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模块化仪器
兼容以往，适用未来。需求更新不断，平台持续创新。
OmniScan MX2仪器的设计考虑到了用户在相控阵技术上当前及未来
投资的回报性，因此这款仪器可以装配任何Olympus相控阵模块：无论
是性能可靠、已经实地验证的已存在模块，还是将开发的未来新一代模
块。仪器的开放式体系结构还将支持未来的软件更新，以及从16:16到
32:128配置的相控阵模块更新，从而保证了仪器平台随用户的检测需要
而更新的可能性，使用户的投资得到极大的回报。

模块兼容性 OmniScan■MX2 OmniScan■MX

OMNI-M-PA1664M ✔ ✔

OMNI-M-PA1664 ✔

OMNI-M-PA16128 ✔ ✔

OMNI-M-PA16128PR ✔

OMNI-M-PA32128 ✔ ✔

OMNI-M-PA32128PR ✔ ✔

OMNI-M-PA3232 ✔ ✔

OMNI-M-UT ✔

OMNI-M-ECT/ECA ✔

软件兼容性

MXU-3.X1 ✔

MXU-2.X的设置和数据文件 ✔ ✔

TomoView 2.9R71,2 ✔ ✔

1.■OmniScan■MX2不能与以前的软件版本兼容。

2.■数据文件可兼容，但是无数据采集。

16:64■PA■M 16:64■PA

16:128■PA

32:32■PA

32:128■PA
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为成功检测而设置
触摸屏
明亮的10.4英寸屏幕具有创新型触摸屏界面功能。触摸屏功能可使用户轻松快速地浏览屏幕，增强了文本输入功能，简化并加速了
光标浏览和闸门设置。

放大与摇摄

菜单选择和参数设置

文本与数值输入

闸门选择与移动

触摸屏的放大功能用于放大某个特定的区域。在放大模式下，敲击、按住
并在屏幕上移动，可以创建一个长方形选择框，松开手指，这个区域即被
放大。

在放大模式下，在屏幕上用力滑动手指可以摇摄窗口的内容。

在屏幕上敲击一下，可快速浏览菜单、子菜单和参数。

在一个参数上连敲两下，可使一个键盘或小键盘出现在屏幕上，用户
可使用出现的键盘输入数值。■

在光标模式下，在一条光标线上敲击一下，可选中这条光标。■
在这条光标上的同一个位置敲击两下，可将光标移动到想要将其
移动到的位置。

在闸门模式下，敲击并按住一个闸门，将其移动到一个新的位
置。

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：13811265862
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设置
用于设置所有基本参数的组向导
• 材料选择，横波和纵波声速数据库，以及平面或曲面工件

的配置。

• 组拷贝向导，用于快速创建两个探头对称放置的检测。

• 楔块选择，可以从Olympus楔块数据库中选择楔块。

• 自动探头探测。

• 扫查器配置，配置扫查器的偏移、夹角和探头位置。

• 向导指导，用于相控阵、常规UT和TOFD通道。

• 向导中的每一步都配有详细的、交互式、带有示意图的帮
助菜单。

• 焊缝覆盖和声线跟踪。

设置速度

OmniScan MX

OmniScan MX2 快于OmniScan■MX■50%

S扫描和A扫描的显示刷新率

OmniScan MX

OmniScan MX2 优于OmniScan■MX■300%

校准
符合规范的校准
校准向导保证了每个组的每个聚焦法则都等同于一个单通道
常规缺陷探伤仪。

校准向导
• 校准向导指导用户分步进行声速、楔块延迟、灵敏

度、TCG、DAC及DGS的校准。

• 为真实或插值校准激活实验性或理论性的灵敏度以及基于
2个、3个或全部声束的TCG曲线。

• 在进行某项校准检测时，操作简便的界面可将全部聚焦法
则同时显示在屏幕上。

• 向导中的每一步都带有交互式帮助菜单，帮助菜单信息包
含详细的图形和定义。

使用聚焦法则配置向导调整扫查计划。

在扇形扫查中，对所定义的扇区进行灵敏度校准。

在扇形扫查中，对所有声束进行灵敏度校准。

使用触摸屏软件键盘对UT参数进行调整。

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：13811265862
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采集
• 扫查菜单有助于用户针对手动、单线、光栅和螺旋扫查对

检测参数进行快速简单的配置。

• 编码器可被配置为时钟、单轴或双轴检测。

• C扫描可被配置为波幅C扫描和位置C扫描，并可为C扫描
显示进行设置。

• 用于完整的A扫描、S扫描和/或C扫描的数据存储选项。

• 预先配置的显示布局，方便了为检测进行的准备。

• 根据最佳速度、最大速度或手动控制设置，PRF（脉冲重
复频率）可自动进行调整。

• 针对闪存卡或USB媒介设备的数据存储选项

• 实时数据采集显示，使用编码器时可在两个扫查方向上改
写数据。

• 机械或半自动扫查器系统，以及简单的轮式编码器可方便
地与仪器连接。

脉冲重复频率（PRF）

OmniScan■MX

OmniScan■MX2 优于OmniScan■MX■40%

将检测数据文件保存到USB（速度）

OmniScan■MX

OmniScan■MX2 快于OmniScan■MX达400%

最大文件容量（Mb）

OmniScan■MX 160■Mb

OmniScan■MX2 300■Mb

分析
• 内容增加了的显示菜单，用于预先配置的多组和多探头检

测布局。

• 数据、参考和测量光标，用于缺陷定量和报告。

• 内容增加了的读数数据库，用于三角学、轴上的缺陷统
计、体积位置信息、基于规范的接受标准、腐蚀成像的统
计等。

• 所有读数都可以在线得到，也可以在将完整A扫描保存在
数据文件后离线查看这些读数。

• 链接的视图用于在多组和多探头检测中对A扫描、B扫
描、S扫描和C扫描进行交互式分析。

• 预先配置的最佳布局用于为在基于规范或非基于规范的
检测中发现的缺陷的长度、深度及高度进行快速简便的
定量。

• 闸门的离线交互式重新定位。

万无一失的数据管理
SD卡用于存储数据，以便将数据方便地传输到计算机。SD
卡还可以在无需重启仪器的情况下被插入仪器或从仪器中取
出。此外，使用USB 2.0端口还可以将数据传输到外置存储媒
体中。OmniScan MX2的数据传输速度相较OmniScan MX最
多高出400%（取决于使用的设备）。

上图：显示TOFD的数
据采集。■

右图：显示两个相控
阵通道和TOFD的数据
采集。

焊缝检测视图，在声
线跟踪图示中显示缺
陷指示的位置。
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OmniScan Report
Report Date Report Version File Name Inspection Date Inspection Version Save Mode

2011 / 01 / 11 MXU - 3.0B4T12 PV200steph2.opd 2010 / 12 / 20 MXU - 3.0B4T10 Inspection Data

OmniScan Type OmniScan Serial # Module Type Module Serial # Calibration Due Data File Name

N/A
OMNI-

EQUX251C AMP127 OMNI-2037 2011/8/12 File####

Group 1

Setup
A:70.00 Sk:090 L:001
Beam Delay Start (Half Path) Range (Half Path) Max. PRF Type

Averaging Factor

22.1 us
11.70 mm 61.40 mm 35

PA
1

Scale Type Scale Factor Video Filter Pretrig. Rectification Filter

Compression 12
Off

0.00 µs
FW

None 0.50 - 19.00 MHz

Voltage
Gain

Mode
Wave Type Sound Velocity Pulse Width

40 (Low) 40.35 dB
PE (Pulse-Echo) Shear

3240.0 m/s 100.00 ns

Scan Offset Index Offset Skew
C-scan time resolution

 

-81.00 mm -21.50 mm 90.0º
10.0 ns

 

Gate
Start

Width
Threshold Synchro.  

I
0.00 mm

11.00 mm 20.00 %
Pulse

 

A
7.00 mm

15.00 mm 50.00 %
Pulse

 

B
72.71 mm 11.00 mm 30.00 %

Pulse
 

TCG Point Number Position (Half Path) Gain
 

 
 

1
0.00 mm

0.0 dB
 

 
 

2
11.98 mm 1.2 dB

 
 

 

3
17.88 mm 5.0 dB

 
 

 
Calculator
Element Qty. Used First Element Last Element Resolution Wave Type Material Velocity

16
1

32
1.0

Shear
3240.0 m/s

Start Angle Stop Angle Angle Resolution Focal Depth Law Configuration  

70.00º
N/A

N/A
12.00 mm Linear
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Indication # Scan
Index Group Channel A%

DA^
ViA^

VsA^ A%
DA^

U(m-r) S(m-r)

1
109.00 mm -11.63 mm 2

55.00º 67.7 % 5.60 mm -1.77 mm 109.00 mm 67.7 % 5.60 mm 6.84 mm 33.00 mm

Comments
 

 

 

 

 

-

The RayTracing is only a graphical representation of the readings approved by the operator. 
 

 
Technician Name

____________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Technician Signature ____________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Contractor
____________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Date

____________________________________________________________________________________________________________________

 

创建于复合材料检测数据的缺陷报表。

TomoView可以对OmniScan数据进行高级的后处理操
作。图中显示为：焊缝覆盖，多扇区扫查，多声束
C扫描，A扫描与顶视图和端视图的融合（后者带有
声束反弹显示）。

利用TomoView软件对OmniScan
数据进行分析并制成报告
TomoView是一个可以完美地配合OmniScan系列仪器
使用的基于PC机的软件。TomoView软件可以顺畅地
导入OmniScan文件，然后进行高级处理和分析。

• 显示体积校正的视图；视图可以完全由用户自行定
制，并配有多个预先配置的模板。

• 通过回读原始采集数据而不更改初始数据的方式， 
校正采集参数中可能出现的人为错误（不正确的夹
角、步进偏移等）。

• 导入并融合多个OmniScan数据文件。融合多组为
一组，从而简化对数据进行判读的过程。

高级检测工具
TomoView是一个可为OmniScan进行模拟、检测并准
备设置的高级检测工具。

• 2维矩阵

• 一发一收，串联式

• 高级聚焦

高级分析工具
• TOFD管理器不仅可进行TOFD校准、直通波矫

直、直通波删除等操作，还可利用合成孔径聚焦技
术（SAFT）。

• C扫描融合：基于最小波幅、最大波幅或渡越时间
（TOF）融合C扫描。

• 信噪比（SNR）：在C扫描中，这个工具可以对信
噪比高于或低于某个阈限的区域进行计算，并显示
这个区域。

生成报告
只需几下点击，即可在TomoView中生成报告。可以
在缺陷报表数据库中添加缺陷，可以在缺陷报表中
自行添加更多的读数，还可以为每个指示条目添加注
释。

报告生成
OmniScan MX2的设计目的不仅是检测缺陷和分析数据，还
包括在仪器上直接生成报告或在计算机上离线生成报告。

• 在OmniScan上创建的报告包括缺陷报表。用户可以在缺
陷报表中添加更多的读数，并针对每个缺陷指示添加注
释。

• 根据用户的需要，用户可以选择在报告中加入当前视图的
高清晰度的图像。

• 自动生成的报告可包含有关仪器、软件、校准、UT参
数、相控阵参数、扫查器设置及缺陷报告的参数。

• 通过触摸屏简单的切换操作可将原始设置中最多8个读数
显示在屏幕上。

• 可在仪器中存储和查看报告，也可将报告以HTML格式保
存，在计算机上使用。

• 报告可完全自行定制，并带有多个预先配置的模板。

2维TRL相控阵探头■
（多线扫查）

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话：13811265862
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典型应用
环焊缝检测
OmniScan PA是Olympus为石油及天然气工业研发的手动和半自
动圆周焊缝检测解决方案中的最重要的组成部分。这些相控阵系统
都已通过核证，可以对管线进行符合ASME、API及其它规范标准的
检测。这些系统的检测速度快，探测性能高，而且便于对缺陷指示
进行判读。

压力容器的焊缝检测
使用一台OmniScan PA和一个电动扫查器，如：WeldROVER，即
可通过单次扫查，对压力容器的焊缝进行一次完整的检测。如果在
单次检测过程中将TOFD和PA结合起来使用，与常规的光栅扫查或
射线成像技术相比，将会大大减少检测时间。此外，可以即时得到
检测结果，这样检测人员可以随时发现焊接设备的问题，并对这些
问题马上进行解决。

小直径管件的焊缝检测
与COBRA手动扫查器一起使用时，OmniScan探伤仪可以检测外径
范围在0.84英寸到4.5英寸的标准管件。这款手动扫查器的外形极
为细窄，因此可以通过狭窄的空间对管道进行检测。被测管件与
其周围物体，如：配管、支架或框架之间的距离可以小到12毫米
（0.5英寸）。

手动和半自动腐蚀成像
OmniScan PA与HydroFORM扫查器配套使用的目的是为探测出由
于腐蚀、磨蚀、侵蚀而造成的壁厚减薄的检测提供最佳检测方案。 
此外，这个系统还可探测出壁内损伤，如：氢致起泡或制造过程中
产生的分层，而且可轻易将这些异常现象与壁厚减薄区别开来。在
这项应用中，相控阵超声技术具有检测速度快、数据点密度适当，
以及检出水平高等特点。 

复合材料检测
由于分层复合材料制成的工件具有各种不同的形状和厚度，因此
对检测操作提出了挑战。Olympus为碳纤维增强聚合物材料结构
的检测提供了完整的解决方案。这些解决方案基于OmniScan探伤
仪、GLIDER扫查器、以及专为CFRP平面和曲面检测设计的探头和
楔块。
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符合以下检测规范
OmniScan MX2符合标准的工业检测规范，其中包括但不限于以下规范：

ASME，第五章，条款4 AWS

全部ASME相控阵规范检测实例 API 1104和API RP2X

ASTM E2700-09 CEN EN 583-6

ASTM E2491-06 BSI BS7706

…以及更多

OMNISCAN■MX2主机技术规格
外型尺寸 
（宽 x 高 x 厚）

325 mm x 235 mm x 130 mm

重量 5公斤，包含模块和一个电池。

数据存储

存储装置
SDHC卡，大多数标准USB存储装置，或
快速以太网。

数据文件存储容量 300 MB

I/O接口
USB接口 3个
扬声器输出 有

视频输出 视频输出（SVGA）
以太网 10/100 Mbps

输入/输出线缆

编码器
双轴编码器线（正交、向上、向下，或时
钟/方向）

数字输入 4个数字TTL输入，5 V
数字输出 4个数字TTL输出，5 V，15 mA
采集开启/关闭装置 远程采集启动TTL，5 V

电源输出线
5 V，500 mA电源输出线 
（带短路保护）

报警 3 TTL，5 V，15 mA
模拟输出 2个模拟输出（12比特）±5 V，10 kΩ
步速输入 5 V TTL步速输入

显示
显示器尺寸 26.4 cm（10.4英寸）（对角线）

分辨率 800像素 x 600像素

亮度 700 cd/m2

颜色数量 1千6百万

类型 TFT LCD

电源
电池类型 智能锂离子电池

电池数量
1节或2节电池（电池盒内可容纳两个热
插拔电池）

电池供电时间 使用两节电池时，最少6小时。

环境指标

工作温度范围
0 °C～45 °C；0 °C～35 ºC，使用
32:128 PA

存储温度范围
–20 °～60 °C（带电池）
–20 °C～70 °C（不带电池）

相对湿度
0 %～85 %，无冷凝，无空气进气孔； 
设计符合IP 66。

防撞击评级
通过美军标准MIL-STD-810G 516.6坠
落测试。

相控阵模块技术规格（适用于OMNI-M-PA16128*）
外型尺寸 
（宽 x 高 x 厚）

244 mm x 182 mm x 57 mm

重量 1.2 Kg

接口
1个用于相控阵探头的OmniScan接口； 
2个用于UT探头的BNC接口。

聚焦法则数目 256个
探头识别 自动探头识别

脉冲发生器/接收器
孔径 16个晶片

晶片数量 128个晶片

脉冲发生器
电压 每个晶片40 V或80 V。
脉冲宽度 30 ns～500 ns可调，分辨率为2.5 ns。
脉冲形状 负方波

输出阻抗 小于25 Ω

接收器
增益 0 dB～74 dB，最大输入信号为1.32 Vp-p。
输入阻抗 75 Ω
系统带宽 0.75 MHz～18 MHz（–3 dB）

声束形成
扫查类型 扇形和线性

组数量 最多8个
激活晶片数量 16个*

晶片 128个

数据采集
数字化频率 100 MHz（10比特）

最大脉冲频率 高达10 kHz（C扫描）

数据处理
数据点数 最多8000个
实时平均值 2、4、8、16
检波器 射频、全波、正半波、负半波

滤波
低通（根据探头频率调节），数字滤波（带
宽、频率范围）

视频滤波 平滑处理（根据探头频率范围调节）

数据显示
A扫描刷新频率 实时：60 Hz

数据同步
根据内部时钟 1 Hz～10 kHz
根据编码器 单轴或双轴

可编程的时间校正增益（TCG）

点数
16个（每个通道的所有聚焦法则有1个TCG曲
线）

报警
报警数量 3个
条件 闸门的任意逻辑组合

模拟输出 2个
*还备有16:16、16:64、16:64M、32:32和32:128型号。

OmniScan■MX2的技术规格
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遍布全球，服务到家
Olympus在世界范围内的各大工业区设立了直销分部和代理机构，形成了庞大的销售网络。只需一个电话或一个邮件，即可从我们敬业
的工作人员处得到对有关产品、应用、培训及技术等方面问题的解答。

客户服务
Olympus致力于提供最好的技术支持和售后服务，能及时、切实、热情的满足用户的需求。我们服务中心的专业技术人员会在用户购买
设备后使用设备的整个过程中，协助用户对设备进行维修与校准。

Olympus■NDT培训学院
独具特色的Olympus NDT培训学院提供相控阵技术与应用方面的
综合课程。课程包括两天学程的“相控阵入门”培训和两周学程的
深化“2级相控阵”课程。在这两种培训中，学员都可以使用便携
式OmniScan相控阵仪器进行实际操作练习。

目前，这些课程可以在世界范围内客户指定的任何地点进行，也可
以在加盟培训公司的培训场所进行。我们还会安排提供客户要求的
其它培训课程。

网络辅导
Olympus提供的网络辅导对制造仪
器的主要理论进行基本介绍。这些
辅导还对使用Olympus仪器的不同
市场的典型应用进行了介绍。

相控阵检测现场指导■
Olympus发行的新版《相控阵检测现场指
导手册》是一本为客户及其他对相控阵技
术感兴趣的读者准备的参考读物。这本指
导手册对超声相控阵检测进行了简单易懂
的介绍，既适合初学者，也适合希望回顾
基本原理的经验丰富的操作人员。这本手
册首先介绍什么是相控阵检测及其操作方
式，然后概括说明选择探头及仪器要考虑
的一些因素，最后提供了更多的参考信息
及相控阵术语表。

这本现场指导手册可从您所在地的销售代
表处免费索取。

了解相控阵技术的海报
为支持日益发展的NDT行
业，Olympus发行了“了解相控
阵技术”海报。这张由具有实地
检测经验的专家设计的海报以简
洁明了的图解方式介绍了相控阵
检测的技术。

您可以联系您所在地的销售代
表，或直接从我们的网站，索取
这份免费的海报。
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RA, PA, DA, and SA readings allow the user to accurately 

position the defect in real time during an inspection.

RA: Reference point to the indication in gate A

PA: Probe front face to the indication in gate A

DA: Depth of the indication in gate A

SA: Sound-path length to the indication in gate A

For manual inspections, real-time readings are essential to quickly position the reflected signal source with 

respect to the part geometry and/or probe location. 
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the time-corrected gain (TCG)
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Electronic linear scanning

With electronic scanning, a single focal law is multiplexed across 

a group of active elements; scanning is performed at a constant 

angle and along the phased array probe length (aperture). This 

is equivalent to a conventional ultrasonic transducer performing 

a raster scan for corrosion mapping or shear-wave inspection. If 

an angled wedge is used, the focal laws compensate for different 

time delays inside the wedge.

Sectorial scanning
With sectorial scanning (also called azimuthal or angular 

scanning), the beam is moved through a sweep range for a 

specific focal depth, using the same elements; other sweep 

ranges with different focal depths may be added. The angular 

sectors may have different values.

Dynamic depth focusing

Dynamic depth focusing (DDF) is a programmable, real-time array 

response-on-reception accomplished by modifying the delay, 

gain, and excitation of each element as a function of time. DDF 

replaces multiple focal laws for the same focal range created by 

the emitted beam with separate “focused beams” at the receiving 

stage. In other words, DDF dynamically changes the focal distance 

as the signal returns to the phased array probe. DDF significantly 

increases the depth of field and signal-to-noise ratio.

Scanning Patterns

Phased Array Probes
Linear arrays are the most commonly used phased array probes for industrial applications. Thus, one of 

the important features of linear arrays is the active probe aperture.

The active aperture (A) is the total active probe length. Aperture length is given by the following formula:

A = (n – 1) • p + e
where n = Number of elements in the PA probe

p = Elementary pitch—distance between the centers of 

two adjacent elements

e = Element width—width of a single piezocomposite 

element (a practical value is e < λ/2)

g = Gap between adjacent elements

λ =  v 
 f

where λ = Wavelength

v = Material sound velocity

f = Frequency

understanding 

Linear

Convex

Skewing

1.5-D array

Concave

Variable angle

2-D array

Annular

Dual linear

Internal focus

Dual 1.5-D

Phased array probes are made in a variety of shapes and sizes for 

different applications. A few types are illustrated here:

Types of 
Probes
Angle Beam

Angle beam probes are used with a 

removable or integrated wedge to transmit 

a refracted shear or longitudinal wave into 

a test piece. They are designed for a wide 

range of applications and can be used to 

vary the refracted beam angle or the skew 

of the beam, depending on the wedge 

orientation. The probe face is acoustically 

matched to the wedge material.

Integrated Wedge

This variation of an angle beam probe 

integrates the wedge into the probe 

housing. The wedge configuration is fixed 

but offers smaller overall dimensions.

Near Wall

The near wall probe is specifically designed 

to minimize the dead zone at probe ends 

by reducing the distance between the last 

available element and the external edge of 

the housing. This probe type is useful for 

composite radius and corner inspections, 

or any application requiring close contact 

to a wall using a 0° wedge.

Immersion

Immersion probes are designed to 

be used with a water wedge or in an 

immersion tank when the test part is 

partially or wholly immersed. The water 

acts as a uniform couplant and delay line. 

Immersion probes are longitudinal-wave 

probes that can be set up for refracted 

shear-wave inspection under water. 

Immersion probes are mostly intended 

for automated inspections.

2-D and 1.5-D Arrays
Two-dimensional arrays have multiple 

strips of linear arrays to allow electronic 

focusing and steering in both probe 

axes. 2-D arrays have the same number 

of elements in both dimensions, 

whereas 1.5-D identifies probes with 

any combination of uneven numbers of 

elements. The probes can be used for 

achieving optimal focusing capability or 

to cover a defined area without probe 

movement.

Dual Arrays
Two linear or two 1.5-D array probes can 

be positioned on a roof-angled wedge 

with a transmitting probe. The probe is 

paired with a receiving equivalent for 

optimal performance in noisy materials 

such as austenitic steel. This configuration 

is a phased-array equivalent to a dual- 

element probe in conventional UT and 

is widely used in the power-generation 

industry.

Basic Concepts
The distinguishing feature of phased array ultrasonic testing is the computer-controlled excitation (amplitude 

and delay) of individual elements in a multielement probe. The excitation of multiple piezocomposite elements 

can generate a focused ultrasonic beam with the possibility of dynamically modifying beam parameters such as 

angle, focal distance, and focal spot size through software. To generate a beam in phase by means of constructive 

interference, the various active transducer elements are pulsed at slightly different times. Similarly, the echo from 

the desired focal point hits the various transducer elements with a computable time shift. The echoes received by 

each element are time-shifted before being summed together. The resulting sum is an A-scan that emphasizes the 

response from the desired focal point and attenuates echoes from other points in the test piece.

Examples of focal laws

Delay (ns)

Incident wave front

PA probe

Defect Positioning

Acquisition without DDF Acquisition with DDF

Illustration of beam focusing
Illustration of beam steering

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 

Element number

Ti
m

e 
d

el
ay

 [n
s]

FD = 15

FD = 30 

FD = 60 

FD = 15 

FD = 30 

FD = 60 

Delay values (left) and depth scanning 

principles (right) for a 32-element linear 

array probe focusing at 15-mm, 30-mm, 

and 60-mm longitudinal waves. 

Electronic linear scanning

Sectorial scanning

Olympus NDT Training Academy

Phased array training is available from 

professional companies. 

Visit www.olympus-ims.com
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Time-Corrected Gain

In order to cover the whole volume of the part with 

consistency, each focal law has to be calibrated for 

attenuation and beam spread. This time-corrected-

gain (TCG) calibration can be performed with a 

calibration block having several identical reflectors 

(for example, side-drilled holes) at different depths. 

Using a sectorial scan, the probe is moved back 

and forth so that each beam hits each reflector. The 

amplitude of each signal is recorded (DAC) and 

used to construct one TCG curve per focal law.

Once the TCG calibration is completed, each focal law has one individual TCG curve. As 

a consequence, a reflector will always yield the same signal amplitude, regardless of its 

position inside the part and of the beam that detected it. A defect at 3 mm in depth detected 

with an angle of 45 degrees will provide the same signal amplitude as if it were at 10 mm and 

detected at 60 degrees.
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